[bookmark: OLE_LINK5]物理科学与技术学院集成电路与应用微专业
人才培养方案

一、培养目标
[bookmark: OLE_LINK2]集成电路技术与应用微专业面向电子信息、通信工程、计算机科学与技术等相关专业学生，以及对集成电路技术与应用非常感兴趣的本科生或研究生，旨在培养具备集成电路设计、制造、封装测试及系统应用核心能力，熟悉产业技术规范与工程实践要求，能够解决集成电路领域一线技术问题的高素质应用型、复合型技术人才。具体目标如下：
1.掌握核心理论知识
系统掌握半导体物理、集成电路工艺原理、数字 / 模拟集成电路设计、版图设计、EDA 工具应用等专业基础知识，理解集成电路从芯片设计到成品应用的全流程技术逻辑。
2.具备工程实践能力
   能够熟练使用 Cadence、Synopsys 等主流 EDA 设计工具，完成中小型数字电路、模拟电路的设计、仿真与版图绘制；掌握集成电路制造关键工艺（光刻、蚀刻、掺杂等）的基本原理与操作规范；具备芯片封装测试、失效分析及系统集成应用的初步能力。
3. 契合产业发展需求
    紧跟集成电路产业发展趋势，了解第三代半导体、异构集成、先进封装等前沿技术方向；具备良好的工程素养和团队协作能力，能够快速适应芯片设计公司、晶圆制造厂、封装测试企业及下游应用企业的岗位需求。
4. 树立职业发展意识
培养严谨的科学态度和创新思维，具备持续学习新技术、新工艺的能力，能够在集成电路设计、工艺制程、封装测试、技术支持等岗位上承担相关工作，并为后续职业进阶或深造奠定基础。
二、毕业要求
毕业要求与毕业要求分解指标点
	毕业要求
	毕业要求分解指标点

	1.知识与理论
掌握半导体物理、半导体器件原理的核心知识，理解二极管、三极管、MOSFET 等核心器件的结构、工作机制与性能参数，能将其应用于集成电路设计与制造的工程实践；掌握数字集成电路设计原理（组合逻辑、时序逻辑设计）、模拟集成电路设计原理（运算放大器、滤波器等基本模块设计），了解集成电路设计流程与验证方法。
	1-1掌握半导体物理、集成电路工艺、数字 / 模拟 IC 设计、版图设计、测试与封装的核心概念与方法。

	
	1-2理解 IC 设计流程（spec→RTL→综合→验证→版图→流片 / 投片）与关键节点。

	
	1-3熟悉主流 EDA 工具与仿真、验证方法学。

	2.工程与实践

能够完成芯片设计 / 版图 / 仿真、IC 测试 / 封装、FPGA/MCU 应用等实践项目；掌握 EDA / 仿真 / 测试工具链；能撰写技术文档与报告。




	2-1能完成数字 / 模拟模块的 RTL 编码、仿真、综合与时序分析，提交合格的设计报告与代码。

	
	2-2能完成版图设计、DRC/LVS 检查，输出可用于流片的版图文件。

	
	2-3能开展芯片测试方案设计、测试向量生成与数据分析，出具测试报告。

	
	2-4能完成综合项目 / 课程设计，解决实际工程问题，通过答辩或验收。

	3.职业与素养
[bookmark: OLE_LINK3]具备行业合规与诚信素养；严谨务实与责任担当素养；创新与持续学习素养。
	3-1遵守知识产权、数据安全与行业规范，无学术不端。

	
	3-2具备团队协作与沟通能力，能参与跨角色项目。

	
	3-3了解行业前沿与技术趋势，具备持续学习能力。


三、招生对象与条件
[bookmark: _GoBack]面向本校理工科本科生及其他具有一定理工科基础并且对集成电路技术与应用非常感兴趣的本科学生。报名条件如下：
1.具有优秀的道德品质、健康的身心素质和强烈的家国情怀与社会责任感，无违纪违法记录；
2.具有良好的学习能力和语言表达能力，具备高等数学、大学物理、电路分析、模拟 / 数字电路等基础课程学习基础，有一定的物理与电路分析能力；
3.高考选科科目包含物理；
4.符合《沈阳师范大学微专业建设与管理办法》第十三条规定的要求。
四、学分与证书
总学分为10学分。学生在本科毕业或结业离校前，修读完成微专业培养方案规定的课程，且成绩全部合格，获得相应学分，学校颁发微专业证书。
五、指导性教学计划进度表
集成电路与应用微专业指导性教学计划进度表
	课程名称
	学分
	总学时
	学时分配
	课程性质
	考核方式
	开课学期

	
	
	
	理论
	实践
	
	
	

	半导体物理学
	2
	32
	32
	0
	必修
	考查
	春节学期

	集成电路原理与设计
	2
	32
	24
	8
	必修
	考查
	春季学期

	可编程语言及FPGA
	2
	32
	16
	16
	必修
	考查
	秋季学期

	集成电路设计仿真
	2
	32
	16
	16
	必修
	考查
	秋季学期

	集成电路应用实践
	2
	32
	0
	32
	必修
	考查
	秋季学期

	合计
	10
	160
	88
	72
	
	
	-


六、课程简介
	序号
	课程名称
	课程简介

	1
	半导体物理学

	本课程旨在帮助学生掌握半导体材料的基本物理特性、载流子输运规律及半导体器件的物理基础，建立 “材料 - 结构 - 性能 - 器件” 的关联认知，为后续学习集成电路工艺、半导体器件原理、微电子器件设计等专业核心课程奠定理论基础。同时培养学生运用半导体物理知识分析和解决实际工程问题的能力，适配半导体产业对研发、设计、制造等岗位的人才需求。

	2
	集成电路原理与设计
	本课程旨在帮助学生系统掌握集成电路的基本原理、设计方法和工程实现流程，搭建从“器件 - 单元电路 - 系统集成” 的知识体系。通过理论学习与实践训练，使学生具备从集成电路架构设计、模块电路设计到版图绘制的基础能力，培养面向集成电路设计、制造、测试等岗位的工程思维和创新意识，为从事集成电路相关领域的科研、设计与生产工作奠定坚实基础。

	3
	可编程语言及FPGA
	本课程是电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程等专业的核心专业课程，兼具理论性与实践性，旨在帮助学生掌握可编程逻辑器件的开发语言与FPGA（现场可编程门阵列）的设计流程，培养从硬件描述到系统实现的工程应用能力。本课程衔接数字电子技术、计算机组成原理等先修课程，是连接硬件理论与嵌入式系统、数字系统设计的关键桥梁，为后续片上系统（SOC）设计、人工智能硬件加速等进阶课程奠定基础。

	4
	集成电路设计仿真
	本课程旨在使学生掌握集成电路设计与仿真的核心理论、流程及工具使用方法，具备从电路级到系统级的仿真分析能力和初步设计能力。通过理论学习与实践操作相结合，学生能够运用专业仿真工具完成模拟集成电路、数字集成电路及数模混合集成电路的性能验证与优化，为后续集成电路设计、流片及测试工作奠定坚实基础。

	5
	集成电路应用实践
	本课程是电子信息类专业核心实践课程，立足集成电路设计、制造、封装测试、系统应用全产业链需求，衔接理论课程与产业实际，旨在通过“理论讲解 + 仿真设计 + 硬件实操 + 项目驱动”的教学模式，培养学生集成电路应用开发的核心技能与工程实践能力，为学生从事集成电路设计、嵌入式系统开发、电子设备研发等岗位奠定坚实基础。



